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高感度EDSによる元素マッピング

形態観察5G

５Gでは高周波化に伴い、低誘電特性、耐熱性、寸法安定性、低吸水性、接着性（金属 /樹脂、樹脂 /樹脂）
などがプリント基板に求められる。これらの要求特性を満たすため、材料開発や複合材化が進んでいる。
ここでは 5G スマートフォン搭載のフレキシブルプリント基板の断面観察および高感度 EDS、FT-IR
により層構成解析した事例を紹介する。

５G
スマートフォンのフレキシブルプリント基板分析
－断面観察および層構成解析－

Analysis of the Flexible Printed Wiring in the Smartphone

0000000000000000000000000断面観察 Cross-section Observation

0000000000000000000000000高感度EDSおよびFT-IRによる層構成解析 Analysis of Multilayer

試料：市販５Gスマートフォンフレキシブルプリント基板
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元素マッピングおよび FT-IR から推定される層構成
分析箇所
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